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1.产品概述 :  

此款三通道低压 LED 灯串驱动芯片。芯片内部包含数据锁存电路、数据整形

处理电路、数据转发电路、双振荡器、PWM 调制电路，以及 R/G/B 三路 LED 驱动

电路。该芯片采用单线归零码的通讯协议。芯片在上电复位后，DI 口接收从 MCU 

传输过来的数据帧，并通过数据锁存电路将数据帧里的头24bit 数据锁存下来，并

送至 PWM 调制电路，以控制 R/G/B LED 驱动电路的工作。数据帧的头 24bit 数

据被锁存下来后，剩余的数据经过内部数据整形处理电路进行整形后，通过数据转

发电路及 DO 口转发至下一颗级联的芯片。如此数据帧每经过一颗芯片的传输，数

据便减少 24bit。 

2.主要应用领域： 

室内 LED 装饰照明，建筑外观、情景照明， 点光源、穿孔字，软灯带、线条灯。 

3.特性说明:  

• 含防反接功能 

• PWM 频率典型值为 4kHz 

• MASK 可选 RGB 驱动电流 12mA、5mA、2.5mA 

• MASK 可选恒流或非恒流模式 

• 内置上电复位和掉电复位电路 

• 默认上电不亮灯 

• 内置数据整形电路，保证数据经过多级级联不会产生波形畸变累加 

• 256 级灰度可调 

• 数据传输频率最高可达 1.2Mbps 

• 典型数据传输频率下刷新速率为 30 帧/秒时，芯片级联数可达 1024 点 
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4. 机械尺寸  

 
5.引脚图 

 

 

 

 

6.电气参数(极限参数，Ta=25°C,VSS=0V)  

說說 說說 說說 說說 

說說說說 V DD  3.5 說 5.5 V  

說說說說 T OPT  -40 - +85 說 

說說說說 T STG  -55 - +150 說 

ESD 說說說說 V ESD  200  V  

ESD 說說說說 V ESD  2000 V  
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7. RGB  LED光电参数 

說說 說說說nm 說 說說(mcd)  說說(lm)  

說說 RED  620-625 150-300 0.5-1.3 

說說 Green  525-530  800-1200  2.5-4.0 

說說 Blue  460-465  100-280  0.5-2.0 

 

8.电气参数(Ta=25°C):  

8.1直流参数（除非特别说明，VDD = 5 V, Ta = 25℃） 
 

 
8.2 交流参数（除非特别说明，VDD = 5 V, Ta = 25℃） 

 

 

注 2：交流参数示意图 
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9. 通讯协议 

芯片转发码型参数（除非特别说明，VDD = 5 V, Ta = 25℃） 
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10.24bit 的数据结构 

  

 

  

 

 

 

 

 

11. 典型应用电路: 

 

12.光电特性:  
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13.包装标准:  

 

表面贴装 LED 采用卷盘包装，LED 在用普通或防静电袋包装后再装在纸箱中. 纸 箱用于保护运输途中 LED 

不受机械冲击，纸箱不防水，因此请注意防潮防水。  
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14.可靠性测试 :  

 

 

SMD 贴片型 LED 使用注意事项 

1.特点:通过这个资料，让客户清楚地了解 LED 的使用方法的目的。  

2.描述:  

通常 LED 也象其它的电子元件一样有着相同的使用方法，为一让客户更好的使用 LED 产品，请参

看下面的 LED 保护预防措施。  

3.注意事项:  

3.1 灰尘与清洁: 

LED 的表面是采用环氧树脂胶封装的，环氧树脂对于 LED 的光学系统和抗老化性能都起 到很

好的保护作用。可是，环氧树脂质柔软，易粘灰尘，因此，要保持作业环境的洁净。 当然，在 LED 

表面有一定限度内的尘埃，也不会影响到发光亮度，但我们仍应避免尘埃 落到 LED 表面。打开包装

袋的就优先使用，安装过 LED 的组件应存放在干净的容器中等。  

在 LED 表面需要清洁时，如果使用三氯乙烯或者丙酮等溶液会出现使 LED 表面溶解 等现象。 

不可使用具用溶解性的溶液清洁 LED，可使用一此异丙基的溶液，在使用任何清洁 溶液之前都应确认

是否会对 LED 有溶解作用。  
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请勿用超声波的方法清洁 LED，如果产品必须使用超声波，那么就要评估影响 LED 的一些参数，

如超声波功率，烘烤的时间和装配的条件等，在清洁之前必须试运行，确 认是否会影响到 LED。 

3.2 装运及保存:  

SMD LED 属于湿敏元件，将 LED 包装在铝膜的袋中是为了避免 LED 在运输和储存时 吸收湿气，

在包装袋中放有干燥剂，以吸收袋内的湿气。如果 LED 吸收了水气，那么在 LED 过回流焊时，在高温

状态下，渗入其中的湿气快速膨胀气化而产生较大的内应力， 从而使材料胶裂、分层或损伤键合金

丝，造成产品失效。  

SMD LED 采用具有防潮防静电的铝箔袋包装，搬运过程中应避免挤压、刺穿包装袋 的情形发生，

并且做好必要的防静防护措施;若产品上线前已发现漏气或破损，请直接 停止使用;并做必要的高温除

湿动作后使用;产品在转料、贴装过程、及成品出货、安 装过程应注意防止外力直接或间接作用于 LED 

灯体，造成外力损伤 LED 灯珠，造成产品失效; 

3.3 开封前的储存: 

为了避免由吸湿受潮引发的可靠性失效问题，需做好 LED 产品 SMT 前储存与防潮措施，如防潮袋

没有打开，TOP LED 元件的保存时间为<30°C/60%RH 下 2 个月以内;(注: 以标签日期为准，且包装无

漏气现像、湿度指示卡防潮珠未变色的前提下使用;针对不 同防潮等级材料或包装保存时间有一定的差

异，具体保存时间以规格书或包装袋提示为 准);建议未装配前不要随意打开防潮袋;  

灯珠超过有效保存时间，但未超过包装日期 3 个月，在使用前需要重新除湿，拆袋 烘烤 65°

C/24H 以上，才能使用，除湿完成后烤箱不能断电。使用过程中取一卷贴一卷， 未使用的保留在 65°

C 的烤箱中，不能全部材料取出来放在车间中。绝对不能白天除湿， 晚上断电烤箱，第二天再进行贴

片作业(最长除湿时间不可大于 96H)。  

灯珠超过包装日期 3 个月，防潮包装袋有漏气、穿孔或破损等情况，不能烘烤后使 用，请退回处

理 。 

  3.4 包装袋拆封后的控制:  

    打开防潮袋后，请立即阅读防潮袋内湿度指示卡中的防潮珠是否变为粉红色以确认 防潮袋中的湿

气是否过多，根据防潮珠的颜色以判定此袋材料是否可以上线作业;且打 开包装后材料应严格控制在表

一所规定的最大温湿度及操作时间允许范围内，只要材料 暴露在表一所述的环境中，则需累计其在车

间的使用时间。打开包装袋后并贴在 PCB 板 上的材料，应在 0.5H 内完成焊接工作，不建议将材料贴

在 PCB 上，长时间呆置在车间 内不进行 SMT 过炉作业;以免材料吸收锡膏内水分造成不良引患;  

3.5 湿度卡的定义: 

拆开包装后 TOP SMD LED 包装袋内湿度卡颜色指示处理方式如下:  

a.如果湿度卡防潮珠 10%处变为粉红色，其它档为蓝色，此种情况，LED 可以直接使 用;  

b.如果湿度卡防潮珠 10%、20%处均变为粉红色，其实档为蓝色，此种情况，需对元 件进行低温烘

烤除湿;  

    c.如果湿度卡防潮珠 10%、20%、30%三处以上均变为粉红色，此种情况下，客户需将 材料寄回我

司进行除湿，重新包装后方可使用;  
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3.6.未使用完的材料防潮保存及已完成装配的材料防潮控制:  

如果一卷 SMD 材料未一次性用完，且车间温湿度在限定之条件(<30° C/60%RH)内，元件在空气中

暴露时间未超出 2H，则余下材料应于干燥剂一起进行 抽真空密封保存，否则，材料必须低温烘烤除

湿;除湿后的材料重新包装可重新开 始计算时间;对已完成装配的 SMD 元件进行防潮控制:  

1.对已装配到 PCB 板后的元件不需再经过高温工序或回流焊工艺，则将不作特 殊处理;  

2. 对需要做灌胶、滴胶或包胶防护处理的产品，建议产品在做相应防护工艺前 做好必要的

除湿工作，在 65°C±5°C 的烤箱中烘烤不少于 12 小时，以剔除产品在检 测、老化过程中吸

收空气里的水分，以避免产品在做防护处理后，包在材料表面的 湿气会慢慢侵入产品，会造成

产品失效.  

    3.对需要进行二次 SMT 工艺或高温的产品，在完成一次焊接后将会进行二次焊 接前，亦应

做好必要的防潮处理，暴露在(<30°C/60%RH) 条件下，最长不可超过 12H，诺二次高温工艺相

隔时间较长，则一次焊接后的材料必需进行必要的除湿工作 (在 65°C±5°C 的烤箱中烘烤不少

于 12 小时)，然后抽真空密封保存;或者先将产 品贮存在干燥箱内或带有干燥剂的容器内，二

次高温工艺前，再做除湿工作(在 65°C ± 5°C 的烤箱中烘烤不少于 12 小时)，以确保产品在

过高温工艺前不受潮;低温 烘烤 条件:65°C±5°C 烘烤不小于 12 小时高温烘烤条件:130°C

±5°C 烘烤不 小于 6 小时(灯珠必需拆成散粒)  

3.6.1 低温/高温除湿对应环境湿度与除湿时间关系表:  

 

3.7 回流焊接:  

采用下面所列参数检测证明，表面贴装型 LED 符合 JEDEC J-STD-020E 标准。作为一般指导原

则，建议客户遵循所用焊锡膏制造商推荐 使用的焊接温度曲 线。  

请注意此一般指导原则可能并不适用于所有 PCB 设计和回流焊设备的配置。  
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3.8.一般使用设计要求 : 

SMT 吸嘴要求:(红色圆圈指吸嘴内径)  

 

材料取拿方式:用镊子夹取材料，不可按压胶体或尖锐物体碰刺胶体，材料不可 堆叠放置;  
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产品在进行 PCB 布线设计时，针对软性板材、及 0.5T 以下板材，焊盘走向应与 PCB 延展方向保

持垂直状态，以减少 PCB 板弯折时产生之应力作用在 LED 引脚，造成 LEDs 产品因应力作用拉伸产生

失效隐患;  

3.9.热量的产生及设计要求:  

对于 LED 产品，散热方面的设计是很重要的，在系统设计时请考虑 LED 所产生的 热量，PCB 板

的热阻、LED 放置的密度和相关组成，以及输入的电功率都会使温度增 加。  

为避免出现过多热量的产生，须保证 LED 运行时要在产品规格书中所要求的最 大规格范围之内。

在设定 LED 的驱动电流时，应考虑到最高的环境温度。  

产品最高工作湿度不易超过 40°C(即≤40°C，指产品引脚处的工作温度)  

4.IC 器件的防静电及电涌防护:  

静电和电涌会对 LED 造成伤害，请务必做好相应的防护措施;  

IC 器件的信号输入输出端口必段串接防护电阻以防电涌或静电冲击端口造成产 品失效;  

为保护好 IC 器件的 LED 产品，无论什么时间与场合，只要接触到 LED 时，都要 穿带防静电手

带，防静电脚带及防静电手套所有的装置和仪器设备均须接地。  

建议每一种产品在出货前检验时，都应有相关电性测试，以挑选出因静电而产生 的不良品。  

在电路设计时，应考虑消除电涌对 LED 危害的可能性。 

 5.免责申明:  

LED 发出的光足以伤害到眼睛，请注意预防，切勿长时间以肉眼直视 LED 光源。 在大量使用之

前，请与德明新微电子沟通交流，了解更加详细的操作使用内容，避免造 成不必要的损失。如不按规

格书指引或超出规格书要求使用，所产生的问题恕不负责。  


